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内容概要

本书主要介绍PCB设计与制造的基础知识，并且汇总了该领域的一般性标准和工艺。
本书提供了日常计算工具、有效的表格、快速参考图及覆盖整个设计过程的完全清单，清楚地解释了
数据的来源及使用和调整方式等。
读者可以从本书中了解到当今业界使用的关键设计技术，并为学习更先进的技术打下良好的基础。
此外，本书附带的光盘包括极具价值的软件包和设计者参考资源，可供设计者在实践中扩展使用。
    本书适合PCB设计初学者学习和参考，书中的参考资料和软件对有经验的设计者和相关从业人员也
十分有用。
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作者简介

Christopher T.Robertson：在PCB行业工作了将近10年。
他发展了PCB设计的标准和流程：创建了面向设计新手的培训课程，并且在一本PCB商业杂志开辟了
专栏。
Robertson还从事过PCB制造、测试、组装等工作，同时他还是IPC委员会的成员。
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